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CONSULTA PUBLICA N° 14, DE 28 DE MAIO DE 2013
A Secretaria do Desenvolvimento da Produgdo do Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8° e 9° da Portaria
Interministerial MDIC/MCT n° 170, de 4 de agosto de 2010, torna publica a proposta de
alteracdo de Processo Produtivo Basico - PPB.

ManifestacGes podem ser encaminhadas no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data de publicacdo desta Consulta no Diario Oficial da Unido, ao e-mail:
cgel.ppb@mdic.gov.br.

HELOISA REGINA GUIMARAES MENEZES
ANEXO
PROPOSTA N° 075/2012 - FIXAQAO DE PROCESSO PRODUTIVO BASICO
PARA IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE IMPACTO:
OBS : A Proposta estd em formato de minuta de Portaria (Versao Lei de Informatica).

Art. 1° Estabelecer para o produto IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE
IMPACTO, o seguinte Processo Produtivo Basico:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

Il - montagem das partes elétricas e mecénicas, totalmente desagregadas, em nivel
basico de componentes; e

I11 - integracdo das placas de circuito impresso e das demais partes elétricas e mecanicas
na formacéo do produto final, montadas de acordo com os incisos I e Il acima.

8 1° Desde que obedecido o Processo Produtivo Basico, as atividades ou operacdes
inerentes as etapas de producdo poderdo ser realizadas por terceiros, no Pais, exceto a
etapa descrita no inciso Il que ndo podera ser objeto de terceirizacao.

Art. 2° Ficam temporariamente dispensados de montagem o0s seguintes mddulos ou
subconjuntos:

| - cabeca de impressdo sem 0 servo-mecanismo;

I - mecanismo impressor com largura de impressao de até 6 (seis) cm;

I11 - mecanismo impressor/leitor motorizado de bilhete magnético;

IV - modulo de comunicacdo Bluetooth proprio para conexd a placa de circuito
impresso através de processo de montagem por superficie - SMT (Surface Mounted
Technology);

V - modulo display de cristal liquido - LCD, com placa de

controle integrada;

VI - modulo leitor de cartdo inteligente - smart card,;

VIl - modulo, dispositivo ou subconjunto de mostrador de cristal liquido, plasma ou
diodo emissor de luz - LED e outras tecnologias de displays;

VIII - médulo sensor biométrico;

IX - painel de operagéo e controle para impressoras, mesmo

incorporando dispositivo de visualizacéo;
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X - os leitores de cartdo de memoria e as placas e partes eletromecénicas sem funcédo
ativa, com ou sem filtros de sinal, com objetivo de suportar mecanicamente conectores,
entradas de USB, diodos emissores de luz - LED (Light Emitting Diode), chaves
ligadesliga ou cabos, utilizados unicamente como extensdo de fungdo ja implementada
na placa-mae.

8§ 1° As fontes de alimentagdo ou conversores de corrente continua (CA-CC), destinadas
as IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE IMPACTO, deverdo atender ao
seguinte cronograma de montagem tomando-se como base a quantidade utilizada no
anocalendario:

| - de 1° de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: dispensado;
Il - de 1° de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014: 20% (vinte por cento); e
I11 - de 1° de janeiro de 2014 em diante: 40% (quarenta por cento).

8 2° As placas de interfaces de comunicacdo com tecnologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth,
WiMax), destinadas as IMPRESSORAS DO TIPO MATRICIAL DE IMPACTO,
deverdo atender ao seguinte cronograma de montagem tomando-se como base a
quantidade dessas placas utilizadas no ano-calendério:

| - de 1° de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013: 50% (cinquenta por cento); e
Il - de 1° de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por cento).



